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電子情報技術産業協会技術レポート 

 

第２世代フロー用はんだ標準化プロジェクト活動報告 

Second-generation Flow Solder Alloy Standardization 
Project Group Activity Report 

 

1. はじめに 本報告の「第２世代フロー用はんだ標準化プロジェクト」は，(社)電子情報技術産業協

会(JEITA)の実装技術標準化委員会下に設置された専門PGで，2005年6月のプロジェクト準備会を経て，

2005 年 7 月より，2007 年 2 月まで活動された。 

 鉛フリーのリフロー実装に用いるソルダペーストのはんだ合金は，日本では Sn-3.0Ag-0.5Cu(SAC305)

が事実上のデファクトスタンダードになっており，この合金を用いた実装設備，工程設計，信頼性検証

は十分に進んでおりほとんどの基板への適用実績があるといえる。 

 一方，ウェーブソルダリング法(フロー法)に用いられる棒状のはんだ合金(バーソルダ)も，第１世代

の鉛フリーはんだ合金として SAC305 を標準とはしつつも，様々な合金の種類が試用されている。これ

はウェーブソルダリング法に用いられる装置(自動はんだ付け装置，ディップ槽など)1 台あたりのはん

だ搭載量が 500kg 前後と多く切り替えコストが大きいこと，また，適用基板 1枚あたりの消費量が多い

ため，鉛フリー化へのコストインパクトが大きくなることが上げられる。特に近年，Ag 価格の高騰を受

けてコスト削減が期待できる低 Ag 含有の組成が求められおり，はんだユーザ企業ごとに色々なはんだ 

組成の導入が図られている。 

 電子産業においてはんだは接合の共通基礎材料であり，相互生産が当たり前のように行われる製造現 

場において標準化されるのが望ましいのはもちろんである。特にウェーブソルダリング工程のはんだは， 

ユーザ別もしくは基板別に指定はんだに交換するのが事実上不可能であることから複数のユーザと取 

引がある実装製造者にとって，このはんだ合金組成の標準化は鉛フリー実装の必須条件として求められ

ている。 

 

2. 第２世代フローはんだへの要求項目 鉛フリーはんだに求められる特性としては，スズ鉛共晶はん

だと同等の使い勝手，信頼性を求めて検討が行われてきた。その選定結果として SAC305 をウェーブソ 

ルダリングに導入した場合の知見では， 

 ・作業温度が上がる      例 245℃±5℃ → 255℃＋0/-5℃ 

 ・銅箔喰われ(細り)問題    例 銅含有量が下限値で細線パターンが消失した事例 

 ・フィレット表面引け巣    例 クラックとの区別困難 

などの課題は認識されているが，おおむね特性性能のバランスは良く，特に注意深く調整された装置で

は従前のスズ鉛はんだと同等のレベルまで追い込むことができるとされた。しかし，この特性が得られ

ているのは Ag の含有効果であり，コストダウンとの両立は困難であることが予想された。 
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